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Sehr geehrter Kunde,

diese Technische Lieferspezifikation (TLS) hat zum Ziel, die Kommunikation zwischen lhnen
und der Wiirth Elektronik GmbH & Co.KG bzw. Wiirth Elektronik CBT International GmbH
zu vereinfachen und effektiver zu gestalten. Wenn sich Ihre Leiterplattenspezifikationen an
dieser Empfehlung orientieren, konnen wir Sie schneller und verlasslicher beliefern.

Die Angaben und KenngrdRen in nachfolgendem Dokument stellen nicht das komplette
Leistungsportfolio dar. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Anforderungen haben, die
dariiber hinausgehen.

Als einer der flihrenden Leiterplattenhersteller in Europa versorgen wir Sie mit Leiter-
platten in allen gangigen sowie vielen innovativen Technologien:

= BASIC = HDI Microvia

= Flex-Losungen = \Wdrmemanagement Disclaimer:

= Embedding Technologie = Drahtbonden Alle Angaben in diesemn
= Hochstrom = High Speed Dokument beschreiben

den aktuellen Stand
zum Zeitpunkt der

. - . . . . Erstellung. Anderungen
Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Technologien und der zugehorigen und Irrtiimer vorbe-
Design Rules, Design Guides, Webinare, Stackups etc. finden Sie auf unserer halten.

Webseite unter https://www.we-online.com/pcb

= Printed Polymer
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https://www.we-online.com/pcb

Horizontale Anlage
flr das Metallisieren
von Bohrungen mit
den Prozessen Ent-
graten, Reinigen und
Desmear, chemische
und galvanische
Kupferabscheidung
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ABKURZUNGEN

Circuit Board Technology

Deutsches Institut fir Normung
Durchmetallisierte Bohrung, Mittelpunkt
Electronic Design Automation
Electroless Nickel Immersion Gold
(chem. Ni/Au)

Hot Air Level (HASL Hot Air Solder Level)
High Density Interconnect
(Microviatechnologie)

International Automotive Task Force
Weltweiter Fachverband
(https://www.IPC.org)

Industry Standard Architecture
(Computerbus Standard)

Leiterplatte

Moisture Barrier Bag
Nicht-Durchmetallisierte Bohrung,
Mittelpunkt

Peripheral Component Interconnect
(Bus-Standard)

Plated Through Hole = DM
(Durchmetallisierte Bohrung)
Restriction of Hazardous Substances
Time Domain Reflectometry
Temperature of glass transition,
Glastbergangstemperatur
Technische Lieferspezifikation
Underwriters Laboratories Inc.
Wirth Elektronik
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K] EINFUHRUNG

1.1 ANWENDUNGSBEREICH

Diese Technische Lieferspezifikation (im Weiteren mit TLS
bezeichnet) gilt fiir alle Arten von unbestlckten Leiter-
platten von Wiirth Elektronik CBT innerhalb der Gewahr-
leistungsfristen. Die Toleranzen sind maschinen- und
prozessbezogen, damit gelten diese auch fir flexible und
starrflexible Leiterplatten.

Die Beschreibung der Produktmerkmale gelten gleichfalls
fur Starrflex (teils nur in den starren Bereichen), fur Flex
sind sie teilweise nicht anwendbar.

Fur die fertigungsgerechte Entwicklung sind ebenfalls die
Anwendungsempfehlungen in den zutreffenden Design
Guides und die Designanforderungen der zutreffenden
Designregeln zu beachten. Deshalb ist die TLS nicht
anwendbar auf Sonderprodukte, die mit Leiterplatten-
materialien und Leiterplatten-Produktionstechniken her-
gestellt sind, jedoch nicht die Design Guides und Design-
regeln beachten. Solche Sonderprodukte sind deshalb im
eigentlichen Sinne keine Leiterplatten.

1.2 ZWECK

Dieses Dokument beschreibt die qualitativen Eigenschaften
des Produkts Leiterplatte sowie die Leistungsfahigkeit fir
die Verarbeitung und Anwendung, ebenso die zu Grunde
liegenden Standards. Es regelt weiter die Hierarchie der
Spezifikationen, die logistische Abwicklung hinsichtlich
Verpackung und Versand sowie die Vorgehensweise bei
Abweichungen oder Unklarheiten.

1.3 HIERARCHIE DER SPEZIFIKATIONEN

Die Prioritdt in der Beachtung der unterschiedlichen
Spezifikationen ist durch nachfolgende Rangfolge
geregelt:

= | eiterplattenspezifikation Kunde

= Allgemeine Kundenspezifikation

m |PC-A-600 (siehe Punkt 1.6)

= WE CBT Technische Lieferspezifikation
(dieses Dokument)

1.4 ERLAUTERUNGEN ZU DIESEM DOKUMENT
Inhaltlich gliedert sich das Dokument in drei Sektionen:

1. Datenschnittstellen
2. Produktmerkmale
a. Sichtbare Merkmale — auf3en, Optik
b. Unsichtbare Merkmale — innen
(Schliff, Messmethoden
. Performance fir die Verarbeitung und
Kundenanwendung
3. Verpackung, Dokumentation, After Sales

1.5 NORMATIVE FORDERUNGEN
FUR LEITERPLATTEN

IPC (https://www.IPC.org) ist ein weltweiter Fachverband
fur die Leiterplatten- und Elektronikindustrie und bietet
Standards fir alle Phasen des Produktlebenszyklus an
(siehe auch IPC Specification Tree).

Diese Standards finden branchenweit Anwendung,
nachfolgend einige Beispiele:

= |PC-A-600 — Abnahmekriterien fiir unbesttickte
Leiterplatten

= |[PC-TM 650 — Handbuch fiir Prifmethoden

m |PC-2221/2222 — Designrichtlinien fir starre
Leiterplatten, IPC-2223 fir flexible und starrflexible
Leiterplatten, IPC-2226 flir HDI Leiterplatten

® |PC-4101 - Spezifikation fiir Basismaterial fir starre
Leiterplatten, IPC-4202/03/04 fir flexible und starr-
flexible Leiterplatten

® |PC-4562 — Kupferfolien

m |PC-455x% — Lotoberflachen

® |PC-6012 — Qualifikation und Leistungsspezifikation
fur starre Leiterplatten, IPC-6013 fiir flexible und
starrflexible Leiterplatten


https://www.IPC.org

1.6 STANDARD LEISTUNGSKLASSIFIKATION
FUR DAS PRODUKT LEITERPLATTE

Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, bestatigt

WE CBT die Erfillung der Produktanforderungen aus
IPC-A-600 Klasse 2, ausgenommen sind die referenzierten
Richtlinien und Priifstandards.

1.7 UBERSICHT DER TECHNISCHEN
MOGLICHKEITEN (AUSZUG)

= Maximale Leiterplattengrofe:
nutzbare Flache 570 mm x 500 mm

= Minimale / maximale Leiterplattendicke (starr):
0,5mm/3,5mm

= Maximale Anzahl Kupferlagen (Standard): 20

= Maximale Anzahl Kupferlagen bei 1,6 mm Dicke: 10

Ausfiihrungsformen der Konstruktion:

= BASIC (zweilagig und Multilayer)

= MICROVIA.hdi, SLIM.hdi, Flex-Losungen
= Warmemanagement und Heatsink

= Embedding Technologien

= HIGH.speed

Zusatzoptionen:

® |mpedanz gefertigte und Impedanz geprlfte
Leiterplatten

= Drahtbonden

= Polymerwiderstande innen- und aul3enliegend

= Polymer Tastaturkontakte

= Polymerpotentiometer

= Polymer Heizwiderstande

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie weiterge-
hende Anforderungen haben!

1.8 ZERTIFIKATE DER PRODUKTIONSSTATTEN
Wir sind zertifiziert nach:

= DIN EN ISO 50001

= DIN EN ISO 9001

= DIN EN ISO 14001

= EN 9100

= |ATF 16949

= Wirth Elektronik besitzt das Gutesiegel ,AEO F,
Authorised Economic Operator (Full) / Zugelassener
Wirtschaftsbeteiligter”

Leiterplatten von Wiirth Elektronik CBT sind hinsichtlich
elektrischer Feuer- und Unfallgefahr als Komponente
typgepriift und zertifiziert durch die Underwriters Labo-
ratories Inc. (UL):

= \Wirth Elektronik UL File
https://www.we-online.com/pcbulfileinternational
international

= \Wirth Elektronik UL File
https://www.we-online.com/pcbulfilecanada
fur Kanada


https://www.we-online.com/pcbulfileinternational
https://www.we-online.com/pcbulfilecanada

B} FERTIGUNGSDATEN

q Ihre Fertigungsdaten sollten in einem Containerformat, z. B. ZIP-File, gespeichert sein.

2.1 EMPFOHLENE DATENFORMATE

Design:
Bevorzugt Nur nach vorheriger Abstimmung
Gerber RS274X Gerber X2
ODB++ IPC-2581
Anwendungsausgaben:

Target3001; Eagle (unbedingt Version angeben)

Mechanik:

= Sieb & Meyer beziehungsweise Excellon
(Bohren und Frasen)

= Getrennte Bohrfiles flr durchkontaktierte und
nicht-durchkontaktierte Bohrungen sowie flr jeden
partiellen Bohrungstyp (Microvia, Buried Via)

= Definition der Bohrungen, die ggf. mit Durchsteigerdruck
versehen werden sollen

Als ideales Nummernformat empfehlen wir
3.3 metrisch oder 2.4 inch.

Bei Daten im Format 2.3 inch bzw. 3.2 metrisch ist mit
einem Versatz von bis zu 50 pm zu rechnen.

Die von Ihnen bereitgestellten Daten beschreiben die
Male und Abmessungen fiir das Endprodukt. Wir kiim-
mern uns darum, aus lhren Layoutdaten die Produktions-
daten zu erstellen. Das bedeutet:

Fiir die Bohrungsdaten:

= Fir die Bohrungen legen Sie den Enddurchmesser der
Bohrungen fest, wir wahlen den passenden Werkzeug-
durchmesser in Abstufungen von 0,05 mm
(siehe Kap. 3.7).

= Fir Sonderfalle wie z. B. Einpesstechnik legen Sie die
Werkzeugdurchmesser, Kupferschichtdicke in der Hiilse
und Toleranzen fir die Einpressbohrungen fest oder
liefern die Bauteilspezifikationen mit den Bestellunter-
lagen.

Fiir die Leiterbilddaten:

Die Leiter, Kupfer- und Anschlussflachen verbreitern wir,

um nach dem Atzprozess die von Ihnen vorgegebene Lei-
terbreiten innerhalb der zuldssigen Toleranz zu erreichen
(siehe Kap. 3.3 und &4.3).

Fiir die Lotstoppmaskendaten:

Die Daten fiir die Lotstoppmaske sollten am besten 1:1 zu
den Lotflachen generiert werden. Wir passen die Freistel-
lungen entsprechend unseren Prozessen so an, dass
moglichst keine Lotflachen beeintrachtigt werden (siehe
Kap. 3.5).

Fiir einen optionalen Bestiickungs-/Positionsdruck:
Die Daten fiir den Positionsdruck werden so beschnitten,

dass freie Kupferflachen moglichst nicht bedruckt werden.
Die Lesbarkeit kann dadurch eingeschrankt werden.




2.2 DATEIBEZEICHNUNGEN

Bitte verwenden Sie fur Ihre Fertigungsdaten eindeutige

Bezeichnungen.

= |hr Containerfile (ZIP-File) sollte eine eindeutige Lagen-
zuordnung und lhre Artikelbezeichnung mit Revisionss-
tand beinhalten.

= Die einzelnen Dateinamen sollten die Lagenbezeichnung
beinhalten (z.B. silkscreen top, solder mask top, 12, I3,
bottom, solder mask bottom, silkscreen bottom, o.a.).

Beispiel fiir Lagenbezeichnungen

XXX steht fur Ihre Artikelbezeichnung,
.Rev” fur Revision:

XXXRev.TOP (Toplayer)

XXXRev.L2  (Innenlagen L2)

XXXRev.L3  (Innenlagen L3)

XXXRev.BOT (Bottomlayer)

XXXRev.LST (Lotstopplack Toplayer)

XXXRev.LSB (Lotstopplack Bottomlayer)
(

XXXRev.BST (Bestiickungsdruck Toplayer)

2.3 DATENINKONSISTENZ

Erkennen wir widerspruchliche Informationen in lhren
Layoutdaten und MaBzeichnungen/Fertigungsplanen,
halten wir zur Klarung Ruicksprache mit Ihnen.

TIPP:

Bitte definieren Sie in Ihrer Leiterplattendokumenta-
tion, wer fir technische Rickfragen zu der betreffen-
den Leiterplatte kontaktiert werden kann. Dadurch
konnen Klarungen schnell und direkt erfolgen.

2.4 LIEFERNUTZENGESTALTUNG,
PASSERMARKEN

Wir fertigen Leiterplatten
= als Einzel-LP oder
= im Liefernutzen gefrast mit Stegen oder/und kerbgefrast

Sollten Sie dazu keine VVorgaben machen, klaren wir mit
lhnen in der Angebotsphase — unter Berlicksichtigung der
Grole und der Auslastung des Fertigungsformats, ob die
Leiterplatte einzeln oder im Liefernutzen gefertigt wird.

Haltestege im Liefernutzen: Falls Sie in Ihren Fertigungs-
daten oder Spezifikationen keine VVorgaben machen,
erstellen wir die Fertigungsnutzen nach bestem Wissen
und Ermessen mit positiven Haltestegen. Diese erfordern
keinen Platz in Ihrem Layout und reduzieren somit den
Abstimmungsaufwand.

Wenn in lhren Daten Passermarken und Aufnahmeboh-
rungen fur den Liefernutzenrand definiert sind, werden
wir diese entsprechend einbringen. Passermarken werden
umlaufend mit 1000 pm vom Lotstopplack freigestellt.
Sollten keine Passermarken bzw. Aufnahmebohrungen in
den Daten vorhanden sein, bringen wir unsere Standard-
marken (3 Sttick. @ 1,0 mm rund; umlaufend 1 mm vom
Lotstopplack freigestellt) und Standardaufnahmebohrun-
gen (3 Stlick. a 2,1 mm) ein. Die Position wahlen wir nach
unserem Ermessen.

Beispiele fiir die Liefernutzengestaltung
finden Sie hier: BASIC Design Rules
https://www.we-online.com/designrulesbasic



https://www.we-online.com/designrulesbasic
https://www.we-online.com/designrulesbasic

E} AUSSERLICHE PRODUKTMERKMALE

Hier findet die IPC-A-600 Kap. 2 Anwendung.
Dieses Kapitel beschreibt ... die auf der Leiterplattenoberflache beobachtbaren Merkmale. Dazu zahlen die folgenden

auleren Merkmale und solche, die sich im Inneren der Leiterplatte befinden, aber von aul3en erkennbar sind”

Es handelt sich also um Kriterien zur Beurteilung folgender sichtbaren Merkmale:

= Kanten und Oberflache

® | ejterbild

= Metallisierte (dk) und nicht-metallisierte (ndk) Locher, Restring AuBenlagen

= Kennzeichnung

= | 5tstoppmaske, Zusatzdrucke
= Abmessungen und Toleranzen, Lagetoleranzen

= Ebenheit
= Reparatur

Nachfolgend nicht naher behandelte Aspekte regelt die IPC-A-600.

3.1 LOTOBERFLACHEN

Zur Sicherstellung der Lotbarkeit werden freiliegenden Kupferflachen mit einer Lotoberflache versehen.

Oberflache

Chemisch Nickel-Gold

Hot Air Levelling

Hot Air Levelling

Chemisch Zinn

STANDARD bleifrei
Chem. Ni/Au (ENIG) HAL (HASL) HAL (HASL) bleifrei Chem. Sn (iSn)
Spezifikation IPC-4552 nach IPC-6012 nach IPC-6012 IPC-4554
. . 3 -6 pum Ni; ) .
Schichtdicken 0,05-0,10 pm Au bedeckt bis 40 pm bedeckt bis 40 pm 08-1.2um
Lotbarkeit 12 Monate 12 Monate 12 Monate 6 Monate
Eigenschaften, Universell einsetzbare Nicht RoHS konform Hohe Dickenunterschie- Ebene Schicht
Bemerkungen Oberflache (Ausnahme: siehe de, fur SMT nur bedingt Empfindlich gegentiber
Ebene Schicht EU-Richtlinie geeignet physischem Kontakt
Kein Kupferabtrag durch 2011/65/EU) Erhohter Cu-Abtrag, Fur Einpresstechnik
Nickelschicht Fir Microvia nicht abhangig von Layout geeignet

Lotverbindung erfolgt
auf Ni

Fur Einpresstechnik
nicht empfohlen!
Geeignet fir US-Bon-
den mit Al-Draht

erlaubt

Flr Microvia nicht
erlaubt

Schichtdicke > 1 pm
bei Mehrfachléten
erforderlich

Zugige Verarbeitung im
Bestlickungsprozess

Auf Anfrage liefern wir Ihre Leiterplatten auch mit anderen Oberflachen wie beispielsweise

Chemisch Silber, ENEPIG, OSP oder EPIG. Bitte stellen Sie uns Ihre Spezifikation zur Prifung zur Verfligung.

Fiir spezielle Anforderungen wie zum Beispiel Schleifkontakte bitten wir um Riicksprache.




3.2 KONTAKTOBERFLACHEN

Kontaktflachen zum Beispiel fiir Direktstecker werden wie folgt ausgefihrt:

Galvanisch Nickel Gold Hartgold Galv. Ni/Au 3-7 pm Ni; 0,8-3 pm Au Nicht Iotbar!

Fir die galvanische Vergoldung missen diese Flachen elektrisch an den Leiterplatten- bzw. Liefernutzenrand
angebunden sein.

3.3 TOLERANZEN LEITERBILD AUSSENLAGEN

Leiterbildstrukturen auf den AulRenlagen bestehen aus Basiskupfer plus Kupferaufbau aus den Prozessen ,Durchkontak-
tierung” und ,galvanischer Verstarkung” StandardmaRig werden Leiter und Anschlussflachen fir Oberflachenmontage
gleich madifiziert, um dem Unteratzen bei der Leiterbildstrukturierung entgegen zu wirken. Die zulassigen Toleranzen in
den Dimensionen von Pads und Leitern betragt minus 20 Prozent.

3.4 IDENTIFIKATION, KENNZEICHNUNG
i i . 3
Jede Leiterplatte muss eindeutig beziiglich des Herstellers Beispiele:
identifizierbar sein.
= Als Standard erhalt Ihre Leiterplatte zur Nachverfolgung .
. . . . Freistellung
ein WE—Lolgo inklusive Datecode (jj/ww). . . im Lotstopplack
= Data Matrix Code nach ISO/IEC 16022 mit dynamischen {iber Kupfer,
Inhalten fur eine individuelle Kennzeichnung ist auf vergoldet
Anfrage moglich. Mehr erfahren Sie hier:
https://www.we-online.com/DMCflyer
Wird eine UL-Kennzeichnung gewUnscht, ist eine
entsprechende Flache in den Daten vorzusehen. Die
UL-Kennzeichnung besteht standardmaRig aus Her-
stellerkennzeichnung plus UL-Type Bezeichnung und
Werkskennung. Optional kann die Brennbarkeitsklasse Kennzeichnung
und das cURus-Logo eingebracht werden. in Kupfer
Bitte beachten Sie, dass unsere UL-Kennzeichnung
standardmaliig das WE-Logo enthalt. Hierbei handelt
es sich nicht um Werbung. Das Logo ist offizieller Teil
der UL-Markierung.
Alternativ kann die Wirth Elektronik UL-File-Nummer
.E76251" anstelle des WE-Logos verwendet werden,
der Platzbedarf ist dadurch grofer.
Kennzeichnungen sind auf verschiedene Weisen moglich.
Fir alle Kennzeichnungen sind die nachfolgend definierten
minimal zulassigen Schrifthohen einzuhalten.

Beschriftungs-
druck Farbe weil3

Q@
@
@
@
o

Minimale Schrifthohe der Kennzeichnung in

Kupfer Freistellung im Lotstopplack Beschriftungsdruck
(Gr6Re abhangig vom Basiskupfer) g PP Farbe weiR
Basiskupfer Bevorzugt iiber Basismaterial iiber Kupfer, nicht HAL! auf Lotstopplack
18 pm =1,0mm
35pum z1,5mm
z1,0mm 21,5 mm z1,5mm
70 pm =22,0mm
105 pm =2,5mm


https://www.we-online.com/DMCflyer

3.5 LOTSTOPPMASKE

Unser Standard fur Lotstoppmasken sind griine, photosensitive Lotstopplacke, die die Anforderungen der IPC-SM-840
Class T und H erfillen. Andere Farben wie weil3, schwarz, blau, rot oder gelb sind auf Anfrage moglich. Die Ausfiihrung
ist je nach Produktionsstandort als farbiger Lotstopplack anstelle des griinen Lotstopplacks oder als Zusatzdruck Gber
den griinen Standardlack. Bitte fragen Sie diese Optionen an, wir erstellen ihnen dazu ein Angebot.

Normalerweise erhalten wir Lotstoppmaskendaten ohne Aufweitung, also 1:1 zum Leiterbild. Die erforderliche Modifika-
tion wird durch Wirth Elektronik vorgenommen. Bereiche, die nicht von uns modifiziert werden dirfen, missen eindeutig
beschrieben sein.

Durchgehende Bohrungen fiir die Bestiickung sind standardmaRig komplett offen, mit Lotoberflache beschichtet und im
Lotstopp freigestellt. Durchgehende Via-Bohrungen dienen nur der elektrischen und / oder thermischen Verbindung zwi-
schen den einzelnen Kupferlagen. Die Restringe konnen teilweise mit Lotstopp tberdeckt sein, die metallisierte Bohrung
im Zentrum ist idealerweise frei von Lotstopplack.

Microvias sind partielle Durchkontaktierungen (auch als Blind Vias bezeichnet), die bei Ausfiihrung als reine elektrische
Verbindung standardmalig mit Lotstopp tiberdeckt sind.

Via-Bohrungen mit Lotstopp teilweise Gberdeckt

Microvia mit Lotstopp komplett Uberdeckt



3.6 PLUGGING VON VIAS — DURCHSTEIGERDRUCK VAKUUMDICHT IPC-4761, Type lll-a

Vias konnen einseitig mit einem nichtleitenden

Material, welches teilweise in das Via eindringt (ca. 1/3), Hinweise zum Design finden Sie in den

verschlossen werden. BASIC Design Rules
https://www.we-online.com/designrulesbasic

Vias mit Plugging (IPC-4761 Type IIl)

Ubersicht zur technischen Ausfiihrung:

Standard Advanced

Maximale Hohe Plugging Y 70 pm 60 pm


https://www.we-online.com/designrulesbasic
https://www.we-online.com/designrulesbasic

3.7 MECHANIK UND TOLERANZEN

3.7.1 SENKEN

Merkmal

Ausfiihrungsform

Andere Senkungen

Winkel

Tiefentoleranz

3.7.2 Z-ACHSEN FRASEN

oberflachen-
bezogen

Standard Erhdhte Anforderung

Senkenkopf Senkenkopf

DIN 74m DIN 74f

Flachsenkung fiir —

2ylinderkopfschrauben

40°/60°/90°, —

Toleranz £ 1°

=0,7mm —
Einstichrichtung

Toleranzen: siehe Kapitel 3.8




3.7.3 KERBFRASEN

N
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Merkmal Standard Erhdhte Anforderung

0,3mm =0,70 mm



3.8 SONSTIGE NENNMASSE UND TOLERANZEN

Fiir LaingenmaRe (z. B. AuBenkonturen) findet die DIN ISO 2768 Teil 1 Anwendung:

AbmaRe in [mm] fiir NennmaRbereich in [mm]

Genauigkeitsgrad 0,5 bis 3 >3bis6 > 6 bis 30 >30bis 120  >120bis400 > 400 bis 1000
fein +0,05 +0,05 +0,10 +0,15 +0,20 +0,30 +0,50
mittel +0,10 +0,10 +0,20 +0,30 +0,50 +0,80 +1,20
Bei Nennmalen unter 0,5 mm sind die Abmale direkt am Nennmal’ anzugeben.
GrenzmalRe fiir Rundungshalbmesser [r] und Fasenhdhen [h]
| h
h
Die Werte in der Tabelle lehnen sich an die DIN ISO 2768 Teil1 an:
AbmaRe in [mm] fiir NennmaRbereich in [mm]
Genauigkeitsgrad 0,5 bis 3 >3bis6 > 6 bis 30 > 30 bis 120 > 120 bis 400
fein
+0,2 +0,5 +1,0 +2,0 +4,0
mittel

Bei Nennmalen unter 0,5 mm sind die Abmale direkt am Nennmal’ anzugeben.

> 1000 bis 2000



MECHANISCHE TOLERANZEN

Nachfolgende Darstellungen und Tabellen zeigen die Abmafe in mm flir Nennmalbereiche
(angelehnt an die DIN I1SO 2768 m).
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Erklarungen zu den Kennbuchstaben Seite 18 und 19:

AulBenmale

Toleranz der DM-Bohrungen zueinander

Toleranz der NDM-Bohrungen oder
Aufnahmeldcher zueinander

Toleranz der Anschluss- und

Befestigungslocher zum DM-Bohrbild

Toleranz einer DM-Bohrung zur ndchsten LP-Kante

Toleranz der nachstgelegenen Plattenkante vom
Bezugsaufnahmeloch oder einer NDM-Bohrung
Toleranz des Leiterbildes zu einer DM-Bohrung
Toleranz des Leiterbildes zu einer NDM-Bohrung
Toleranz von einem Ausbruch (Ausklinkung) zu
einer DM-Bohrung

Toleranz von einem Ausbruch

(Ausklinkung) zu nachstgelegenen Plattenkanten
Die Rundlaufabweichung einer Frasung

(z.B. Kreisfrasen, Kreisnibbeln)
Schlitz-AulRenmale mit dazugehariger
Toleranzangabe

Parallelitat von einem Schlitz
Oberflachenbezogene Frastiefe (Z-Achse)

Auf Maschinentisch bezogene Frastiefe (Z-Achse)
Frasbreite (Z-Achse)

Abstand Fraskante zu Leiterbild (Fiducial)
Standardtoleranz fir DM-Bohrungen

W Standardtoleranz fiir NDM-Bohrungen
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Zuordnung

AufRenkontur

DM zu DM

NDM zu NDM
DM zu NDM
AuflRenkontur zu DM

AuRenkontur gefrast zu NDM
AuBenkontur gekerbt zu NDM
Leiterbild zu DM

Leiterbild zu NDM

Ausbruch zu DM
AuflRenkontur zum Ausbruch

Rundungsgenauigkeit

DM- u. NDM Schlitze
Lange / Breite

Schlitze NDM DM Parallelitat
Frastiefe (Z Achse)

Frastiefe (Z Achse)
Frasbreite (Z Achse)

AuBenkontur zu Leiterbild
(Fiducial)

DM Durchmessertoleranz
NDM Durchmessertoleranz

Variable

Frasen

Kerben

Frasen + Kerben

Bohrer-@ < 6,00 mm
Bohrer-@ > 6,00 mm

Frasen
Kerben
Frasen oder Kerben
Frasen oder Kerben

Bohrer-@ < 6,00 mm

Bohrer-@ > 6,00 mm

NDM Bohren im Bohrprogramm
NDM Bohren im Frasprogramm
Frasen

AuBenkontur Frasen
AuBenkontur Kerben
AuBenkontur Frasen + Kerben
Frasen

Fréasen, Bohren (Nibbeln)

Frasen, Bohren (Nibbeln)
Frasen
Frasen
Frasen
Frasen
Kerben
Frasen
Frasen
Frasen
Frasen
Bohren
Bohren

Standard

+0,70 mm

+0,175 mm

+0,20 mm

je weitere 100 mm
+0,05

DIN ISO 2768 fein
(ungebrochener
Zustand)

DIN ISO 2768 fein
(ungebrochener
Zustand)

+0,05 mm
+0,05mm
+0,70 mm
+0,70 mm
+0,70 mm
+0,175 mm
+0,20 mm
+0,30 mm
+0,70 mm
+0,15 mm
+0,05 mm
+0,05 mm
+0,05mm
+0,70 mm
s. Kennbuchstabe E
+0,70 mm
+0,175 mm
+0,15 mm
+0,70 mm
+0,70 mm

+0,70 mm
+0,70 mm
+0,05mm
s. Kennbuchstabe E
+0,175 mm
+0,20 mm
+0,25 mm
+0,35mm
+0,55 mm
+0,85 mm
+0,70 mm
+0,70 mm

Advanced

+0,075 mm*
+0,170 mm*
+0,15 mm*
+0,20 mm
+0,30 mm

+0,05 mm
+0,05 mm

+0,075 mm
+0,05 mm

+0,05 mm
+0,05 mm

+0,1/-0,05 mm
+0,05 mm

NennmaRbereich

0-=<30mm
>30-120mm
>120-200 mm
> 200 mm
> 400 mm

0,5 bis 6 mm
0,5 bis 6 mm
6 bis 30 mm
>30mm

oberflachenbezogen
tischbezogen

0,5 bis 6 mm

0,5 bis 6 mm

6,0 bis 30 mm

30 bis 120 mm
120 bis 400 mm
400 bis 1000 mm

* Wenn keine anderen Toleranzen entgegenwirken, wie z.B. Bohrungen zur Kontur und Schrumpf-/Dehnwerte aul3er Acht
gelassen werden.

3.9 REPARATUREN

Kleinere Fehlstellen im Lotstopplack werden fachgerecht ausgebessert. Lokal begrenzte Kurzschlisse auf Innen- und
AulRenlagen kdnnen entfernt werden. Danach erfolgt eine optische Priifung bei Innenlagen bzw. ein elektrischer Nach-

test.



A INNERE PRODUKTMERKMALE

Diese Produktmerkmale befinden sich innerhalb der Leiterplatte, die Beurteilung findet durch Prifung von Schliffbildern
statt. Hier findet die IPC-A-600 Kap. 3 Anwendung und liefert Kriterien zur Beurteilung folgender Merkmale:

= Dielektrische Materialien

= | eiterbild Innenlagen, Kupferdicke Innen- und Aul3enlagen

= Metallisierte Locher (dk), Restring Innenlagen, Kupferdicken, Microvia

= Fillungen von Bohrungen (Filling gemaR IPC-4761)

Nachfolgend nicht naher behandelte Aspekte regelt die IPC-A-600.

4.1 BASISMATERIAL

Alle eingesetzten Basismaterialien sind IPC konform.
Fragen Sie uns bitte, wenn Sie spezielle Anforderungen
haben.

Starre Basismaterialien sind in der IPC-4101 und deren
Spezifikationsblattern spezifiziert. Fir Standard FR-4.0
mit Tg135 gilt beispielsweise Spezifikationsblatt 21,
hoherwertige FR-4.1 zum Beispiel in den Spezifikations-
blattern 128 (92, 94, 127) flr erhohte Einsatztempera-
turen mit Tg150 und low CTE.

Abgerundet wird unser Porfolio mit CEM-1-Materialien
(Spezifikationsblatter 10, 12, 14, 15, 81) und CEM-3-
Materialien (Spezifikationsblatter 16, 35) sowie High
Performance Materialien mit hoherer Temperaturbestan-
digkeit oder Low Loss Materialien fir High Speed / High
Frequency Anwendungen (IPC-4103).

Flexible Basismaterialien sind in den Standards
IPC-4202/IPC-4203 und IPC-4204 spezifiziert. Unsere
eingesetzten Polyimidfolien sind immer hochwertig
und kleberlos.

Standardkupferfolien entsprechend IPC-4562.

4.2 STACKUP

Der Stackup oder Lagenaufbauplan ist die notwendige
Konstruktionsvorschrift fir alle Mehrlagenschaltungen.

Er definiert

= die verwendeten Materialien mit ihren
Qualitaten und dielektrischen Werten

= die Anzahl der Kupferlagen und
deren Verbindungen durch Vias

= die Dicke der Kupferlagen, der Lagenabstande
und die Gesamtdicke mit der zulassigen Toleranz.

Wirth Elektronik bietet kosten- und fertigungstechnisch
optimierte Standards fur die Technologien BASIC,

HDI Microvia, Flex-Ldsungen auf der Internetseite
https://www.we-online.de/pcb an. Diese verwenden wir,
wenn Sie keine Vorgaben machen. Auf der Internetseite
finden Sie auch alle Standards als digitale Stackup-Dateien
zum Import in Ihre EDA Software.

4.3 TOLERANZEN LEITERBILD
INNENLAGEN

Leiterbildstrukturen auf den Innenlagen werden aus der
Kupferfolie mittels Atztechnik erzeugt. StandardmaRig
werden Leiter und Kupferflachen gleich maodifiziert, um
dem Unteratzen bei der Leiterbildstrukturierung entgegen
zu wirken. Die zulassigen Toleranzen in den Dimensionen
betragt minus 20 Prozent.

4.4 KUPFERSCHICHTDICKEN

Minimal zuldssige Kupferschichtdicken regeln die IPC
Standards:

= Fir Innenlagen (Minimum Internal Layer Copper Fail
Thickness): IPC-6012 3.6.2.14 fir starre Leiterplatten,
IPC-6013 3.6.2.15 fir flexible und starrflexible Leiter-
platten

» Fir AuBenlagen (Minimum Surface Conductor Thickness
after Plating): IPC-6012 3.6.2.15 fir starre Leiterplatten,
IPC-6013 3.6.2.16 fir flexible und starrflexible Leiter-
platten

= Fr Vias (Hole Copper Plating Minimum Requirements)
in den Tabellen IPC-6012 Table 3-4 und 3-5 flr starre
Leiterplatten, IPC-6013 Table 3-3, 3-4 und 3-5 fir flexi-
ble und starrflexible Leiterplatten


https://www.we-online.de/pcb

4.5 FULLUNGEN VON BOHRUNGEN
IPC-4761, Type VI

Fur Fillungen gemaR IPC-4761, Type VIl (Filled & Capped
Via) verschlieBen wir Vias komplett mit einer nichtleiten-
den Paste.

Hinweise zum Design finden Sie in den
HDI Design Rules
https://www.we-online.com/designruleshdi

I} PERFORMANCE FUR DIE VERARBEITUNG

UND KUNDENANWENDUNG

5.1 ELEKTRISCHER TEST VON LEITERPLATTEN

Die elektrische Prifung der Leiterplatten erfolgt auf
Paralleltestern mit artikelspezifischen Nadelbettadaptern
oder durch Fingertester. Fur die Erstellung des Prifpro-
gramms werden die Kundendaten konvertiert (CAM Data
Test). Getestet werden alle Leiterplatten, dabei wird die
Adjacency Methode angewandt.

StandardmaRig wird die Leiterplatte oder der Liefernutzen
nach der E-Prifung mit folgender Kennzeichnung verse-
hen: Strich an der Kante mit schwarzem Stift.

Die Standard Prozessparameter fiir den elektrischen
Test sind:

= Prifspannung: 10V

= Unterer Schwellwert fiir die Unterbrechungspriifung;
500

= Oberer Schwellwert fir den Kurzschlusstest: 10 MQ

é WEITERE OPTIONEN

TDR Impedanzmessung;:

Es ist moglich, Wellenwiderstande fiir spezifizierte
Ubertragungsleitungen zu messen. Dazu werden
Testcoupons erzeugt und zur reprasentativen
Messung verwendet.

Spulenmessungen:
AuBerdem ist es moglich, Messungen an Spulen
nach Absprache durchzufihren.

Bitte fragen Sie diese Optionen an, wir erstellen hnen dazu ein Angebot.



https://www.we-online.com/designruleshdi
https://www.we-online.com/designruleshdi

5.2 PRUFDOKUMENTATION

In Anlehnung an DIN 10204 bieten wir folgende Priifbescheinigungen an:

= Werksbescheinigung (WB, kostenfrei)

= Abnahmepriifzeugnis (APZ, kostenpflichtig)

= Erstmusterprifung Standard (EMPB Standard, kostenpflichtig)
= Erstmusterpriifung erweitert (EMPB erweitert, kostenpflichtig)

Flr diese Priifdokumentation missen durch den Kunden die
geforderten Prifmerkmale spezifiziert und mit Wiirth Elektronik
CBT vereinbart werden.

Aussehen und Inhalte:

Werksbescheinigung (WB)
Bestatigung der Erfullung der Kundenanforderungen sowie der Einhaltung be-
stimmter Normen. Keine dokumentierte Priifung bestimmter Merkmale.

Abnahmepriifzeugnis (APZ)
Bemalte Schliffbilder, detaillierte Hinweise und Messergebnisse der wichtigsten
Merkmale zu Produktaufbau, Lacktypen und Qualitat.

Erstmusterpriifung Standard (EMPB Standard)

Bemafte Schliffbilder, detaillierte Hinweise und Messergebnisse der wichtigsten
Merkmale zu Produktaufbau und Qualitat. Kundenbestatigung der dokumentier-
ten Priifergebnisse und Freigabe.

Erstmusterpriifung erweitert (EMPB erweitert)

Bemal3te Schliffbilder, detaillierter Soll/Ist-Vergleich aller zu priifender Produkt-
merkmale in Ubereinstimmung mit Kundenbestellung und Kundenspezifikation.
Kundenbestatigung der dokumentierten Priifergebnisse und Freigabe.

5.3 SCHLECHTTEILE IM LIEFERNUTZEN (X-OUTS)

Bei Liefernutzen mit mehreren Leiterplatten besteht eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Leiterplatten
nicht der Spezifikation entsprechen und entwertet werden. Diese Wahrscheinlichkeit steigt mit der Komplexitat der
Produkte. Aus Griinden der Ressourcenschonung, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit werden Liefernutzen mit
Schlechtteilen grundsatzlich ebenfalls geliefert

Schlechtteile im Liefernutzen werden mit einem schwarzen X beidseitig gekennzeichnet. Es sind max. 50 Prozent
.X-0uts" im Liefernutzen und 30 Prozent iber die gesamte Lieferung zulassig. Nutzen mit Schlechtteilen werden separat
verpackt und gekennzeichnet.



5.4 REINHEIT DER OBERFLACHEN

lonische Riickstande auf Innenlagen vor Verpressung Um eine Beschadigung bei den Lotprozessen zu vermei-
sowie Auldenlagen vor Lotstopplackierung: den, kann es erforderlich sein, die Leiterplatten unmittelbar
Max: 1,56 pg/cm? Natriumchlorid Aquivalent. vor der Bestlickung in einem geeigneten Ofen zu trocknen

oder flr eine langere Zeit in einer trockenen Atmosphare
zu lagern (Trockenlagerschrank). Fur flexible und starr-
. . flexible Leiterplatten ist dieses Trocknen vor dem Loten
5.5 LOTBARKEIT, TROCKNEN, BESTANDIGKEIT  obligatorisch!
IM LOTPROZESS

Die notwendigen Trocknungsparameter sind abhangig

Die Lotbarkeit der unbestiickten Leiterplatten gewahrleis-  vom Leiterplattendesign (Kupferflachen), dem Trocknungs-

ten wir in Abhadngigkeit der Lotoberflache fir die in Punkt equipment und der Anordnung der Leiterplatten darin, dem

3.1 spezifizierte Dauer unter der VVoraussetzung einer Leiterplattenmaterial, dem Lotprozess und den Létpara-
fachgerechten Handhabung und Lagerung in der Original- metern, letzteres gegebenenfalls auch mehrfach und
verpackung. kombiniert aus Reflow-, Wellen- und partieller Lottechnik.
Diese Trocknungsparameter missen beim Leiterplatten-
Grundsatzlich weisen Leiterplatten direkt nach der Her- bestticker ermittelt und verifiziert werden. Besonderer

stellung durch die Herstellprozesse und Umgebungsbedin- ~ Wert ist dabei auch auf die Logistik und insbesondere
gungen bereits einen gewissen Feuchtegehalt auf. Sie sind  Liegezeiten zu legen, da die getrockneten Leiterplatten
also ohne besondere Behandlung nie frei von Feuchtigkeit,  aus der Umgebung wieder Feuchte aufnehmen. Eine

die in die dielektrischen Materialien eindiffundiert ist. Uber  Verpackung der Leiterplatten in einer Feuchtigkeitssperr-
die Lagerungszeit kann der Feuchtegehalt bei unglinstigen  verpackung (Moisture Barrier Bag, MBB) fir die Lieferkette
Lagerbedingungen weiter ansteigen. und Lagerung ist nicht ausreichend.

Weitere Informationen zum Thema
~Trocknen” finden Sie unter

https:/www.we-online.com/trocknungsvorschrift
https:/www.we-online.com/trocknungsprozesse

I3 VERPACKUNG UND VERSAND

Unser Verpackungskonzept sieht einen einheitlichen Qualitatsanspruch fir unsere Produkte sowie die Verpackung vor,
um unseren Kunden die versprochene Qualitat zu liefern. Verpackungen missen entlang der Transportkette vielfaltigen
statischen, dynamischen und klimatischen Belastungen standhalten. Zusatzlich mussen sie den internen Gegebenheiten
bei der Anlieferung, der Lagerung, dem Transport und dem Umschlag jederzeit gerecht werden. Fur alle Versandarten
wahlen wir deshalb eine ausreichende und der Ware angemessene, beforderungssichere Verpackung.

6.1 VERPACKUNGSEINHEITEN (VE)

= StandardmaRig werden pro VE 20 Leiterplatten oder Liefernutzen eingeschweil3t
Abweichungen sind je nach Kundenvorschrift, Grélze, Gewicht und Typ moglich

= Alle Leiterplatten werden, wenn maglich, richtungsgleich eingeschweil3t

= Nutzen mit fehlerhaften Leiterplatten (X-Outs) werden getrennt verpackt, d. h. in separaten VE

= Jede VE beinhaltet nur einen Date Code

= Jede VE beinhaltet nur einen Artikel


https://www.we-online.com/trocknungsvorschrift
https://www.we-online.com/trocknungsprozesse

6.2 PRODUKTVERPACKUNG

6.2.1 DEUTSCHE WERKE

Fr die Produktverpackung verwenden wir

= | D-PE Folie, schrumpfend, mit Antistatikum,
genadelt, glatt, 0,08 mm

= Skinfolie, antistatisch, ohne Haftung, 0,2 mm

® |n besonderen Fallen (z.B. bei besonders diinnen oder
instabilen Leiterplatten) wird die einzuschweiRende
VE mit Stabilisierungs-Material verstarkt.

OPTION: Gegen Mehrkosten und mit gesonderter

Vereinbarung verwenden wir

= Moisture Barrier Bag: Die VE werden in Aluminium
beschichtete Beutel vakuumverpackt. Der Vakuumver-
packung werden Trockenmittelbeutel und Feuchtigkeits-
indikatoren (Typ: cobalt-free, GroBe 2"x3" r.F. 5,10,60%,
gemal IPC/JEDEC J-STD-033D) beigefigt.

= VVerpackung von Leiterplatten mit der Oberflache
chemisch Silber: Leiterplatten mit der Endoberflache
chemisch Silber werden mit Korrosionsschutzfolie
verpackt. Ein weiteres Einschweif3en in genadelter
Schrumpffolie entfallt. Eine Handlingsempfehlung fur
die Oberflache chemisch Silber wird beigelegt.

6.3 UMVERPACKUNG (PACKSTUCKE)

6.2.2 ASIA PRODUCTION

STANDARD: Fur die Produktverpackung verwenden wir

= | D-PE-Folie

= Moisture Barrier Bag: Die VE werden in Aluminium
beschichtete Beutel vakuumverpackt. Der Vakuumver-
packung werden Trockenmittelbeutel und Feuchtigkeits-
indikatoren beigeflgt.

Die Umverpackung wird entsprechend der Produkteigenschaft (z.B. GroRRe) gewdhlt. Es werden Kartonagen in unterschiedli-

chen Grof3en verwendet.

6.4 KENNZEICHNUNG

6.4.1 VERPACKUNGSEINHEITEN DEUTSCHE WERKE

Auf jeder Verpackungseinheit wird ein Label (Produktlabel)
mit folgenden Informationen angebracht:
= \Warenempfanger (gemald Bestellung)
= Kunden-Artikelnummer

= Bezeichnung

= Bestellnummer

= Menge

= Datum (Date Code)

= WE — Artikelnummer

= WE - Auftragsnummer

= Oberflache

Neben der Klarschrift enthalt das Label auch Informationen,
welche als Barcode aufgebracht sind und somit mittels
Scanner einfach ausgelesen werden kdnnen (Code 39).

Auf der Umverpackung ist nochmals dasselbe Label
vorhanden, welches die Gesamtmenge der Umverpackung
enthalt.

w! EI.EKTNJHII(
\J._ E I-Ll I

@ Missii
varundenname

e [ TR

VARKDARTIKELNR
Beschreibung: varArtikelbezeichnung
Bestellnummer:varBestellnummer

veracangsainvet |11 1N
o i \|||I|H|I\IIIIﬂmII\II||I\IIII||I\|I||\IHII\|\I\||II
et ||II|I|\|I|IHIIIIII\IIIIIII||III\||||II||II|

1234567
WE Auftragshr: Bl 513 5l § (a7 Loadami
Oberfldche:chem. Nickel/Gold
varFreitext

e




6.4.2 VERPACKUNGSEINHEITEN ASIA PRODUCTION

Auf jeder Verpackungseinheit wird ein Label (Produktlabel)
mit folgenden Informationen angebracht:

» Kunden-Artikelnummer (Klarschrift und Barcode)
= \/ersion Kundenartikel (Klarschrift)

® Kundenbestellnummer (Klarschrift und Barcode)
» \WE-Artikelnummer (Klarschrift und Barcode)

» DateCode (Klarschrift und Barcode)

= Menge (Klarschrift und Barcode)

= QR-Code

Neben der Klarschrift enthalt das Label auch Informationen,

welche als Barcode aufgebracht sind und somit mittels
Scanner einfach ausgelesen werden konnen (Code 128).
Die Label der Asia Production verfiigen zudem ber einen
QR-Code, welcher alle relevanten Daten in sich vereint.

Auf der Umverpackung ist nochmals ein ahnliches Label
vorhanden, welches u. a. noch durch die Gesamtmenge der
Umverpackung erganzt wird:

= Kunden-Artikelnummer inklusive Revision
(Klarschrift und Barcode)

® \WE-Bestellnummer (Klarschrift und Barcode)

= DateCode (Klarschrift und Barcode)

» Kundenbestellnummer (Klarschrift)

= Oberflache (Klarschrift)

m \WWE-Artikelnummer (Klarschrift und Barcode)

= Menge (Klarschrift und Barcode)

= Anzahl Boxen 1 von x

= Gewichtin kg

Innenlabel:

Roks
[t

REACH
e

WuURTH
w ELEll{TRDNIH
JHE THA u
YOU EXPECT

Customer article number;
BSETIN 0 "3

Customer's Article version:V1.3

Date code:2340
I

Customer order No
- Quantity:28
0L T [

UL

Supplier PN:23071200001-001 F 1950P040697C

Print date:null Print by:BZ01
AuRenlabel:
w ELEKTRONIH @
MORE THAN =3 —
YOU EXF r[ Yoo
Customer article number;

Bﬁnﬁﬂ.m Anderu sstand:2
l'

WE order No:

PR 1080 [
WL lll WE arice Not III IIIII
2220 960
Date code: || [} 1N Quantity: [N
Customer PO; SSMITIHET Boxnumber: 1 / 5

Surface finish: ENIG + Gold finger
Supplier PN.:  P8MC31P99

Weight: 14.6KG
Print date; 07.12.2022




6.4.3 UMVERPACKUNG (PACKSTUCKE)
Auf jeder Umverpackung wird an geeigneter Stelle folgendes angebracht:
= Versandetikett: Frachtfiihrerspezifisch

= Produktlabel: Die einzelnen Packstlcke sind durchnummeriert und geben Aufschluss auf die Gesamtmenge
der Umverpackung und Anzahl an Packstiicken (siehe 6.4).

Lieferscheintasche

Die Lieferscheintasche wird sichtbar an einem Packstlick angebracht. Die Lieferscheintaschen bestehen aus
recyceltem Material.

Packstiicke
Die Packstlcke sind an mindestens zwei Seiten mit folgenden Symbolen gekennzeichnet
(ausgenommen Buchverpackung):

|
Diese Seite Zerbrechliches \Vor Ndsse
nach oben Gut schitzen

6.4.4 BEGLEITPAPIERE / LIEFERBEISTELLUNGEN

Als Begleitpapiere gelten alle Dokumente, die bei der Sendung mitgeftihrt werden, z.B.:

= |ieferschein (enthalten in der Lieferscheintasche, siehe 6.4.3 und Muster-Lieferschein auf Seite 26)
» Ggfls. Zolldokumente (werden dem Frachtfihrer ibergeben)

m Ggfls. Erstmusterprifbericht (innenliegend)

m Ggfls. APZ, Werksbescheinigung (enthalten in der Lieferscheintasche oder innenliegend)

= Rechnung (Drittland), siehe Seite 27

Als Lieferbeistellungen gelten z.B.:
= Lotmuster

= Lotproben

= Schliffproben

= Testcoupons



6.4.5 VERSAND

Versandarten:
Wir unterscheiden zwischen Paketversand und Speditionsversand.

= Paketversand
Eine Paketsendung kann aus mehreren Einzelpaketen bestehen. Maximales Gewicht pro Einzelpaket ist 16 kg.

= Speditionsversand
WE behalt sich das Recht vor bei speditionsfahigen Sendungen die Pakete zusammen zu fassen und einen Speditions-
versand vorzunehmen.

= Beforderungsmittel bei Speditionsversand

Alle Sendungen, welche per Spedition versendet werden, werden auf Euro-Paletten (Grundmaf 800 x 1.200 mm) bis
Guiteklasse C verladen.

Die Palettenhohe Uberschreitet dabei nicht:

= | adehohe inkl. Euro-Palette: max. 1.600 mm

= Gesamtgewicht inkl. Euro-Palette: max. 1.000 kg

Zur Ladungssicherung einer Palette wird Stretchfolie verwendet, d.h. die auf einer Palette gestapelten Packstiicke werden
mithilfe der verwendeten Folie vor Verrutschen und Herunterfallen gesichert.
Eine Blindelung mehrerer Auftrage und Artikel pro Palette im Speditionsversand ist zulassig.

= Palettentausch

Die Wrth Elektronik GmbH & Co.KG flihrt mit ihrem Transportdienstleister ein Palettenkonto. Ein Palettentausch sollte
somit immer zwischen Transportdienstleister und Empfanger stattfinden. Findet der Palettentausch nicht 1:1 statt, ist
vom Empfanger ein Palettenkonto mit der anliefernden Spedition zu fihren.

REKLAMATIONEN

Wirth Elektronik CBT ist als Leiterplattenhersteller mit hohem Qualitatsniveau bekannt. Sollten Sie dennoch Grund
zur Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte mit den wichtigsten Referenzdaten an uns:

Die Ansprechpartner finden Sie in der Auftragsbestatigung, auf dem Lieferschein und der Rechnung, siehe Seiten 26
und 27.

Referenzdaten zu einer Reklamation sind:

= |hre Kontaktdaten

® Produktdaten (Artikelbezeichnung, Lieferscheinnummer, Datecode)
» Fehlerinformation und

= Mengeninformationen



Beispiel Lieferschein

Wiirth Elektronik GmbH & Co. KG

Circuit Board Technology

SalzstralRe 21 - 74676 Niedernhall - Germany
Phone +49 7940 946-0 - Fax +49 7940 946-550000
cbt@we-online.de - www.we-online.com

WURTH
wi ELEKTRONIK
MORE THAN

YOU EXPECT

Seite 1 von 1
ng Mustermann GmbH Lieferschein
Leiterplattenstrafie 1
Datum Beleg-Nr Kunden-Nr
12345 PCB STADT 25.10.2023 L3011836592 211830
Bestell-Nr Musterbeleg
!hr Anspreghpanner Muster ADM
[ AuBendienst T4l +49 000000-000
muster.adm@we-online.de
_Ihr Ansprechpartner  \Muster IDM
[ inendenst Tl +49 0000000-000
muster.idm@we-online.de
Pos. Ihre Artikelnummer Unsere Artikelnummer Datecode Losnummer Menge
Beschreibung
1 Musterartikel 364981 10 Stiick Gesamtmenge: 10
Musterartikel
\Warenursprung Bundesrepublik Deutschland
- 29 1 Stlck
IA.KARTON2
40x30x16 cm
Zahlungsbedingungen 30 Tage netto Gewicht in kg

Versandbedingungen  DAP: Geliefert benannter Ort (Entladebereit Lieferadresse, inkl. Fracht und Verpackung)

Versandart Uberbringung
Frachtfiihrer

Eigenmasse: 1,000
Gesamtmasse: 2,000

Trackingnummer -

Vor der Verarbeitung der Leiterplatte muss zur Reduzierung von Feuchtigkeit in der Leiterplatte eine Trocknung durchgefiihrt werden. Wir beflirworten die
ZVEI-Empfehlung "Trocknen von Leiterplatten vor Léten". Allgemeine Trocknungsparameter sowie Hinweise zur Weiterverarbeitung kénnen jedoch nur als
Anhaltswerte verstanden werden. Deshalb ist die Empfehlung vom Verarbeiter zu verifizieren.

Wir liefern ausschlieflich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéftsbedingungen, siehe unter www.we-online.de Unternehmensbereich Leiterplatten.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Umverpackung gesetzeskonform und umweltgerecht zu entsorgen ist und nicht dem dualen System zugefiihrt werden

Wiirth Elektronik GmbH & Co. KG Sitz Niedernhall, Registergericht Stuttgart HRA 590365

Komplementar Wiirth Elektronik Verwaltungs-GmbH, Sitz Klinzelsau, Registergericht Stuttgart HRB 590794 - Geschaftsfiihrer Thomas Beck, Andreas Gimmer,
Daniel Klein, Jorg Murawski - Bankverbindungen Deutsche Bank AG Heilbronn, IBAN DE62 6207 0081 0120 2050 00, SWIFT/BIC DEUTDESS620

Volksbank Hohenlohe eG. IBAN DE94 6209 1800 0000 0270 06. SWIFT/BIC GENODES1VHL - USt.-IdNr. DE146280107




Beispiel Rechnung

Wiirth Elektronik GmbH & Co. KG

Circuit Board Technology

SalzstraBe 21 - 74676 Niedernhall - Germany
Phone +49 7940 946-0 - Fax +49 7940 946-550000
cbt@we-online.de - www.we-online.com

WE

Wiirth Elektronik GmbH & Co. KG ¢ SalzstralRe 21 « 74676 Niedernhall ¢

Max Mustermann GmbH
Leiterplattenstralie 1
12345 PCB Stadt

WURTH

ELEKTRONIK
MORE THAN
YOU EXPECT

Rechnung

Datum Beleg-Nr Kunden-Nr
25.10.2023 R3016653405 211830
Bestell-Nr Musterbeleg

Valutadatum 25.10.2023

weitere ID

Ilhr Ansprechpartner Muster ADM
im AuRendienst

Tel: +49 000000-000
muster.adm@we-online.de

Ihr Ansprechpartner  Muster IDM
im Innendienst

Tel: +49 0000000-000
muster.idm@we-online.de

Pos. Ihre Artikelnummer Unsere Artikelnummer Zolltarif-Nr. Menge Preis in EUR Betrag in EUR
Beschreibung
1 Musterartikel 364981 8534 0011 10 Stick 140,00 1.400,00
Gedruckte Mehrlagen Schaltungen
unbestlickt mit 4 oder mehr Lagen
Musterartikel
Warenursprung Bundesrepublik Deutschland
Lieferschein: L3011836592
Lieferscheindatum: 25.10.2023
Lieferzeitpunkt entspricht Lieferscheindatum.
i 29 1 Stiick
A.KARTON2
40x30x16 cm
Zahlungsbedingungen 30 Tage netto
Versandbedingungen  DAP: Geliefert benannter Ort (Entladebereit Lieferadresse, inkl. Fracht und Verpackung)
Versandart Uberbringung
Wir liefern ausschlieflich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen, siehe unter www.we-online.de N
Unternehmensbereich Leiterplatten. Nettobetrag in EUR 1-400100
Der Unterzeichner erklart, dass die in diesem Dokument aufgefiihrten Waren Ursprungserzeugnisse der Europaischen o/ i
Gemeinschaft / Union (Deutschland) sind und den Ursprungsregeln fiir den Praferenzverkehr mit EG, AL, DZ, BA, CAF, MwsSt. 19% in EUR 266’00
XC, CL, FO, IS, IL, JO, LB, LI, MA, MK, XL, MX, ME, NO, PS, CH, TR, RS, TN, KR, CAM, WPS, ESA, GE, MD, CAS, Endbetrag in EUR 1.666.00

CO, PE, XK, UA, EC, CI, GH, SADC, CA, JP, SG, VN und GB entsprechen. Es wird keine Kumulierung angewendet. Er

verpflichtet sich, den Zollbehdrden alle von ihnen zusatzlich verlangten Belege zur Verfiigung zu stellen.
Haftungsiibernahmeerklarung: Erstellt i.A. und i.V. der Wiirth Elektronik GmbH & Co KG, Circuit Board Technology,

Judith Volkmann - Zollbeauftragte

Wiirth Elektronik GmbH & Co. KG Sitz Niedernhall, Registergericht Stuttgart HRA 590365
Komplementar Wiirth Elektronik Verwaltungs-GmbH, Sitz Kiinzelsau, Registergericht Stuttgart HRB 590794 - Geschaftsfithrer Thomas Beck, Andreas Gimmer,

Daniel Klein, Jorg Murawski - Bankverbindungen Deutsche Bank AG Heilbronn, IBAN DE62 6207 0081 0120 2050 00, SWIFT/BIC DEUTDESS620
Volksbank Hohenlohe eG, IBAN DE94 6209 1800 0000 0270 06, SWIFT/BIC GENODES1VHL - USt.-IdNr. DE146280107




Wiirth Elektronik GmbH & Co. KG
Circuit Board Technology
SalzstraBe 21

74676 Niedernhall - Germany
Tel: +49 7940 946-0
cbt@we-online.com

www.we-online.com
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